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半導体や実装などのエレクトロニクス先端材料の世界市場を調査 
 

―２０２５年市場予測（２０２０年比）― 

■エレクトロニクス先端材料（４７品目）６兆１,１０８億円（４９.２％増） 

・・・５Ｇ通信への対応、ＩｏＴの普及、自動運転技術の進展に伴い市場拡大 

●放熱ギャップフィラー ５６５億円（２.３倍）・・・車載用ＬｉＢ向けの好調により需要増加 

 

●ミリ波レーダー用レドーム材料 ３２億円（２.９倍）・・・自動運転の実現に向け市場拡大 

 

マーケティング＆コンサルテーションの株式会社富士キメラ総研（東京都中央区日本橋 社長 田中 一志 

03-3241-3490）は、５Ｇ通信やＩｏＴ、ＡＤＡＳ・自動運転システムを中心に需要が高まっているエレクトロニク

ス先端材料の市場を調査した。その結果を「2022 年 エレクトロニクス先端材料の現状と将来展望」にまとめた。 

この調査では、半導体分野１１品目、実装分野１６品目、ディスプレイ分野１４品目、センサー分野６品目の４

分野４７品目の市場を調査・分析し、将来を展望した。 

 

＜調査結果の概要＞ 

■エレクトロニクス先端材料（４７品目）の世界市場 

 ２０２１年見込 ２０２０年比 ２０２５年予測 ２０２０年比 

半導体分野 ６,８４７億円 １１４.０％ ８,９７２億円 １４９.３％ 

実装分野 ２兆９,７０３億円 １２３.３％ ３兆８,２４９億円 １５８.８％ 

ディスプレイ分野 １兆  １５３億円 １０８.２％ １兆１,３７６億円 １２１.２％ 

センサー分野 １,８８５億円 １２６.３％ ２,５１０億円 １６８.２％ 

合 計 ４兆８,５８８億円 １１８.６％ ６兆１,１０８億円 １４９.２％ 

※市場データは四捨五入している 

２０２１年はスマートフォンやノートＰＣ、ＨＶ・ＥＶなどの市場が好調だったほか、各製品の高機能化ニーズ

が高まっていることなどから、大幅に需要は増加するとみられる。今後は、５Ｇ通信への対応やＩｏＴの普及、自

動運転技術の進展などから、センサーや半導体での需要増加により高付加価値材料が伸びるため、半導体や実装、

センサー分野は好調が予想される。ディスプレイ分野は、テレビの大型化による需要の底上げが期待できるほか、

４Ｋ８Ｋ－テレビやＯＬＥＤ－テレビなどの普及により、高機能化を実現する材料が伸びるとみられる。 

 

◆分野別市場動向 

半導体分野は、ノートＰＣやサーバー、データセンター向けの好調により拡大している。半導体の高機能化を背

景に先端材料の使用量の増加や高価格品の需要増加が期待され、今後も市場は拡大が予想される。 

実装分野は、５Ｇ通信やＨＶ・ＥＶの普及を背景に需要が増加しており、特に５Ｇ通信向けの低誘電材料関連で

大きく伸びるとみられる。 

ディスプレイ分野は、画面サイズの大型化に伴う需要増加のほか、ＯＬＥＤ関連部材が好調で市場をけん引して

行くと予想される。 

 センサー分野は、自動運転の進展に伴い搭載数が増加する車載カメラやミリ波レーダー、ＬＩＤＡＲなどに関連

した材料の伸びが予想される。自動車向け以外では、基地局におけるアンテナでの需要増加も期待される。 

 

 

 

＜注目市場＞ 
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●低誘電対応銅張積層板 

２０２１年見込 ２０２０年比 ２０２５年予測 ２０２０年比 

１,０６４億円 １０５.８％ ３,７７１億円 ３.７倍 

銅張積層板（ＣＣＬ：Copper Clad Laminate）は、ガラス繊維を布状にしたガラスクロスにエポキシ樹脂などを

浸透させ両側に銅箔を貼り付けたもので、ここでは低誘電対応の多層基板向けを対象とする。 

高速・大容量のデータを通信・処理するために基地局やサーバー、データセンター内通信機器において、信号の

伝送損失を低減するために採用されるようになり、高速通信のインフラを構築するキー材料として需要が増加し

ている。 

今後は、ＩｏＴやＭ２Ｍの進展を背景に５Ｇ通信の導入やクラウドサービスの利用が進むことで市場は大幅な

拡大が予想される。 

 

●放熱ギャップフィラー 

２０２１年見込 ２０２０年比 ２０２５年予測 ２０２０年比 

３０６億円 １２２.４％ ５６５億円 ２.３倍 

 放熱ギャップフィラーは低硬度で柔軟性を有する液状放熱材料で、発熱部とヒートシンクの隙間を埋める機能

を有する。 

 塗布工程で自動実装対応が可能なほか、段差追従性やポンプアウトが起こりにくいなど信頼性が高いことが評

価され、放熱シートなど他のＴＩＭ（Thermal Interface Material）からのシフトが進んでいる。自動車向けの採

用が大半を占めており、ＨＶ・ＥＶの需要増加により車載用ＬｉＢ向けを中心に需要が増えている。 

２０２１年は車載用ＬｉＢ向けの需要が好調で、市場は拡大するとみられる。今後は自動車生産台数の回復を背

景に車載用ＬｉＢ向けを中心に市場拡大が予想される。 

 

●ミリ波レーダー用レドーム材料 

２０２１年見込 ２０２０年比 ２０２５年予測 ２０２０年比 

１５億円 １３６.４％ ３２億円 ２.９倍 

車載用ミリ波レーダーのレドームに使用される樹脂を対象とする。 

ミリ波レーダーは対象物との距離を測定するレーダーセンサーで、自動運転を実現する上で重要な役割を担っ

ている。２０２１年は新車の約５割にミリ波レーダーが搭載されており、自動運転レベルに応じて１台当たり１個

から５個が搭載されている。今後は搭載率の上昇に加え、１台当たりの平均搭載個数が増加していくことで、市場

は大幅な拡大が予想される。 

 

●ＲＦＩＤインレット 

２０２１年見込 ２０２０年比 ２０２５年予測 ２０２０年比 

１,７５０億円 １２７.７％ ２,２７０億円 １６５.７％ 

 ＲＦＩＤ（Radio Frequency Identification）は、電磁波や電波などを用いた近距離無線通信による自動認識技

術である。ここでは、ＲＦＩＤタグやＲＦＩＤラベルに内蔵されるＲＦＩＤインレットを対象とする。 

大手アパレル事業者を中心に採用が進んでおり、今後は中小規模事業者でも採用が増えるとみられる。また、ス

ーパーマーケットをはじめとした小売医薬品や化粧品の流通管理、製造現場における資材・備品管理などでも採用

が進むとみられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜調査対象＞ 



本件に関するお問合せ：広報部 （Tel.03-3241-3473 Fax.03-3241-3487またはmail address：koho@fuji-keizai.co.jp） 

半導体 

・フォトレジスト ・バッファコート・再配線材料 

・バックグラインドテープ ・ダイシングテープ 

・ダイボンドフィルム ・半導体封止材 

・アンダーフィル ・モールドアンダーフィル 

・ペリクル ・半導体封止用離型フィルム 

・ＣＭＰスラリー  

実装 

・フレキシブル銅張積層板 ・低誘電対応銅張積層板 

・ソルダーレジストフィルム ・ドライフィルムレジスト 

・ソルダーペースト・ポストフラックス ・プリフラックス 

・シンタリングペースト ・絶縁放熱シート・フェイズチェンジシート 

・放熱ギャップフィラー ・放熱グリース 

・放熱ポッティング材 ・放熱メタル基板 

・フィルムコンデンサー ・積層セラミックコンデンサー 

・ＭＬＣＣ用離型フィルム ・導電性ペースト 

ディスプレイ 

・偏光板保護フィルム ・円偏光板保護フィルム 

・表面処理フィルム ・ＱＤシート 

・輝度向上フィルム ・拡散シート 

・拡散板 ・導光板材料 

・フォルダブル用カバーシート ・カバーシート 

・背面板 ・ＦＰＤ用離型フィルム 

・プロテクトフィルム（ＰＥＴ） ・プロテクトフィルム（ＰＯ系） 

センサー 

・車載用レンズ材料 ・赤外線透過インキ 

・５Ｇアンテナ用フィルム ・ミリ波レーダー用レドーム材料 

・ＲＦＩＤインレット ・ノイズ抑制シート 

 

＜調査方法＞ 

富士キメラ総研専門調査員によるヒアリングおよび関連文献、データベース活用による調査・分析 

 

＜調査期間＞ 

２０２１年１０月～１２月 

以上 

資料タイトル ： 「2022年 エレクトロニクス先端材料の現状と将来展望」 

体 裁 ： Ａ４判 ２９９頁 

価 格 ： 書籍版 １６５,０００円（税抜１５０,０００円） 

  書籍／ＰＤＦ版セット １９８,０００円（税抜１８０,０００円） 

  ネットワークパッケージ版 ３３０,０００円（税抜３００,０００円） 

発 行 所 ： 株式会社 富士キメラ総研 

  〒１０３－００２７ 東京都中央区日本橋三丁目９番１号 日本橋三丁目スクエア 

  ＴＥＬ：０３－３２４１－３４９０（代） ＦＡＸ：０３－３２４１－３４９１ 

  URL：https://www.fcr.co.jp/    e-mail：info＠fcr.co.jp 

調 査 ・ 編 集 ： 第一部 

 

この情報はホームページでもご覧いただけます。 URL：https://www.fuji-keizai.co.jp/press/ 
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